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% 1 S 



- m. it & & & A *'J H ' &#-»«.«>lfc*ia«a* 
& - fMI- * - *-a-&»lfc«teffi - a A - flr ft 

# & ^ ft. > flia&tt.t*4£'lfc*tt*-8- > jij»/*f&&^t**£ 
0t * tt * -fr ' ttife/fc-^-f-ffft • *#'¥i^&^5£^-lr& 

m & & >\£ & fa M % ' • & -r Jl & & & *i - ^ ^ & a & a ' 
sfl&"sr«tf*£*#*js^&-w*;&*. . st m m & m a? *~ 

4b ft 5fc • 

42- - ( -) > * ft * HI * : * 3 ffl 

( jr. ) * **ft*IB^it#ft4t#ftffi*tfc , H: 

3 0 2 : & fa & «L #( ft 3 0 4 : $ * # ifc ^ ft 

3 0 6 : -ft ft # 4£ ^ ft 3 0 8 : & & 3 1 2 : i& ft 

3 1 4 : m m ft 3 1 6 : ^ M 318:*t*h*.iftifcJS 

3 22 : *b JS tt 324 : ft jft 32 6 : El ^ J& ft 



^ , ($tW&m ■ INTEGRATED AUDIO/VIDEO SENSOR) 

An integrated audio and video sensor is 
provided. The integrated sensor includes a video 
receiving module for receiving an image, an audio 
receiving module for receiving a sound, and a 
signal transforming module for transforming the 
image and the sound into an audio-video signal. 
The integrated sensor can integrate the audio 
sensor and the video sensor in a module in order 
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328 : lif 3 3 0 : #& Mt « 3 3 2 : ^ A «J e a a >} 

334:^-t-<&3Sa a a ,M 33 6 : i i ^ A B a a >i 3 3 8 : i& 

i| I ^ la H 



. ^^C^Q^^# ■ INTEGRATED AUDIO/VIDEO SENSOR) 

to receive the image and the sound simultaneously 
and synchronously. Moreover, the integrated 
sensor can be connected with a data processor 
directly. Therefore, the size and the cost of the 
integrated sensor is reduced, and an excellent 
data of synchronized audio and video signals is 
achieved. 
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(1) 

£ & A & 4k m n & % «t ' ffl a isj # & ^ ^ ^ n * -g- . 

& afr & #f 

4- a ^ t > 5& *f « $ f € M. £> & & i ' 

# % * # 4 4 & - ^ -t » * * 'J- - fa # # € £ - t 

# ft ft • 54. ^ #- *. ' $ t *t t ^ £ & > £*&ft^*#^-r4S 

# ^(portable) 4l ft ft • It. & ffc > i f ^ f f H « f 

S > 4- a e,i£j*f*ftft&*fcg^ - it $k >b ± * 4£ > a a »r $ 
^ ^ # & » ^j^^At^^^gpul^m^it, ' it *g «&■ si 
i i ii m -t S ^ ' J-X Sl ft % % f£ & & &t $L 1ft % » it 

#*fctt#4|t** + *aHJt* ' - M: -r » * 4* * *> $ 

1 B^|2B/^jp • *» # 1 m ft » — # #c, SM£ H 1 0 0 ' 

$L & - it $ti lens)102 & - ft m fe(lens mount)104 > 

(Holder) 106 - - *c ^ J*, aft ifc >i (infrared filter, 
I R f i 1 t e r ) 1 0 8 - - M \% 4k W & K (sensor I C ) 1 1 0 - - 
3ft % ft # (passive component) 112 - £A — 
114$ • * t - % \% M. A it ft 1 0 2 m & »& - «. ' & ft. « A 
^ *h jft & # 1 0 8 jft ^ *b & ' #41 « a a a # 1 1 0 m 4k 

m ' it#*#*A-^ifift • it ^ ^ -ft sfe m. a «L $& it # 

1 1 2 $ it it t 58- ' #i|fJ^^4aS114*tft«4LftS - ^ 
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(complementary metal oxide semiconductor, CMOS) % 
% & »J * to ' A'J & fit * ' t^tii^^^^atb^ ft t 
#i^f Kcharged couple device , CC D ) # 0r # # ^ 

4§t ■£ »J H I* tr £ • 

$ 2 n /9r ^ ' - + ' & % - m m 

(polymer diaphragm)202 - — FalR?,^>5(spacer)204 * — 
* m fe(back plate)206 - - *r f 20 8 > - PJL fa # 4& H 
(impedance converter)210 - a A — t % * at i£ « 
212 • & ^ _L ' Rtb J&202 n It & &206 ^ ft • # «L J: T -I * 
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i - (4) 

m la ^ — IT & ' a & # - ^ B a 9 K I ,ta(multi-chip i 
module, MCM) » — ip- a a a # ^« ^(system on a 

chip, SOC) 3" • 

IB. ' « IS] 15] ifc f£ ^ $t & n -g- ° 

ioJi/^ifc^L^^^^-B-AjWSS ' * t tt + ft ' & 
& - M it it %L & - % it %L ° 

la » ^^-t^^^-^J^Ccondenser microphone) 0 

*R Ji flf ifc ' ^ # t ' *'J ffl £ a B a # ^ la(MCM) • & 
& * a B a >} & *U SOC ) ^ & #f > 7aA**j» ^ it A fc'J ^ 
la - * -fr A »J & la A -ft ft # *fc ^ la. # ' £P S£ ^ - *e » 
# f •] - & ^ ^ # -I- A $J II 0 *» 4! »T « Ip 4T £ ft ^ j& 

^m^#B^-^-h^#o^^.S # > # & - ^ t IS ^ H 

m % m ' Tx^*-«ftt*w ' it k ^ m m m ^ » ft n 

& n W -k° T '■ 

*t IT X : 

a t ' # 3 m %> - *j ® n • & it - & & & m & & m 

fi ' #. 4fc # 4^ # W ^ - f iH 0 & $ 3 m t ' m ^ ^ * 

#J ^ ' - f HIH i ' ' ^ — € S- ^, & J& ( c o n d e n s e r 
microphone) ffi & & • ^ 5*, f2 -|- >U'J it • $4 ffl - £'J 
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i * (5) 

m ' & 7P& j 0r&mmm.*-&&& & - % m at * # ^ - it 
^ t # f ife^J ^ g I . 

n JR * 4 ffil » - t ^ #- Jt JH4 0 o » a ^ - ^ JS « 
(cavity)402 ■ % ±_ % — ?| M(niembrane)404 - — SI ^ ^ It 
406 > t * # — H S(air cavity)408 • *hJBia£402 &E) 
^ JK It 4 0 6 ^ W j-X - & It 4 1 0 € 4± *& * « A - ja #t # 4fe 
H(impedance converter )41 2 • ?# M 4 0 4 Js, — &. ft &i It 
(permanently charged electret material) #f&j& * T 
H^^A^^-fb^^ • $^404&*#ll:£408^m;tJ&!t 
406^^, - 4B0 t ^ ti • jtt^t&ii ' *t^f^T*^fe^ 

C = Q/V = eoA/D (1) 
& * 'C^ tlif ' Q ^ € # 'V&ftJ&4 04&H;tJK*t 
4 0 6 ffl ^ % m 'A^^M4044l©^ »D^&JBU04&@;£JIS 

114 0 6 ffl ^ J* 'eo^^r€f^^r<t't#t ' # ^fr € f & £ 

a • eo=l • t%mM-te&&#&z..&j$LV$ • ft JBt Bfl ^ #. 

t& » IE teD 0 ffij & ft ° H & Pit b£ ft 4l ft -fb > »r « # 

I'J - ML € ^1 ' ^«T^g^(2)^ttt# : 

I = dQ/dt = d(eoAV/D)/dt = eoAV d ( 1 / D ) / d t 

(2) 

* t ' I & A M « 25. ' Q & « # >d(l/D)/dt^J£tD^ 
#J & ( 1 / D ) fit £ W t 4^ ft -fb • ^ii6dliIt^ITaM 
* ^ ^ $t t a 9 9 It (field effect transistor, FET) ft^ 
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i - &Wt$LW (6) 

^(converter) % & • Jft&l&#L'f£3fe4#4fe&tel&#l*& | 
ifc » sicl:i##ii^l--ii^AI(audio amplifier) f 

i $ 1 1 « a tHz §d ^fei ' i£ it #J *t + k h z # ?t£ -a- 

& ' M # ¥ >!i # 1? % ^ *n *§• « 0ffij£.:£j&i$#4fc&£. > 

*4fc«*»^<8i«'*^«ir • s it a io f f ^ fti n & ^ & 

*^ia|3B • * IT - & ^ A «J li ' 

*fc *j • ^ $ 3 n t * - f ^ ^ f t ^ )ij i > 

ijfc^fe3 0 2 - - **#i|fc«te3 04 > - t.# t ^ H306 > 
a A - ^ fe(substrate) 308 f • #M£ *il 3 0 2 « & ^ 

- it If; 3 1 2 & - %t m 3 1 4 > - & A 3 1 6 - - $x *h & & & 
*(IR filter)318* • $ * « ft * fe3 0 4 • & ^ - ft Jtt ft 

322 ' ^_L^-^m(membrane)324 > - SI ^^^326 • * 
+ & # - & £(air cavity) 328 > *b *£ 3 2 2 A El ifc JK «t 

3 2 6 ^ Pal a - *& * It 3 3 0 € '14 *& ^»-ftlfe#^^^306 • & 

f (image sensor I C ) 3 32 - M "ft $L & £a 

>} (image and audio data processor IC) 334 * — 
2fc A B a a >} (audio amplifier) 336 > W A - m. & % M> K 

338 $ o 
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3L > %WHLW (7) 

& M flt & »& #1 ^3 0 2 t • - & &3 02/Sf#ifc* 

* £ ' « 'ik m. & *t *b * ft £ 3 0 8 ft fa *x. ft & ' # * m fa 
A >*J a a a Ji 3 3 2 m & i*l ' it JMP & # & & - M \% it ft ' # iH f»J 

# -I- A & in X 3 3 4 #t & it ^ & a • ^ i f * l^j t ' % \% ik 
m k% K ' ^a**«^«^iti(CCD) ' « 5. «8 a 
(CMOS) # # <JL A B B a # • 

i^'&t M304 t ' ft JBS32 4 ' -Ta^-^teft^ 
f (permanently charged electret material) #f#/£ » 
Sifc-^^^*A#;&4t€^ • ftjm324&*#H£408^1I] 

^^tt406^^,-#if:^ii^^^:^ - #H£328t^^m 

jf & £ & . -fr $ # & & 1 « #S|«M46*'lfc**^"S-ft 

t$ ' % m ffi $k ' i^ic.'t^^i.^^^ ' S ffii >t ^ ^ iB € 
1 ^ f » ^^«#i]-|lt^««rii&!|t!litll 
Hit jiiiM A t i A A S336 t lis » 

* « ft ' # it i'i r> i 4 a a a a U34 1 1 ^ 4 s • * * 

a^nui)i#f H » * £ * a * ra. $<j » i & # & a 
^ # 4& Ifr ib ' a n ^ f I ^ j-x * *tHz 60 >fe . *t # 

M.*t + KHz#*£-S-ft ' ****^'!jfjt.*fl6- 5 p-fe • Sffij* 

# l£ # $l ^ & > #M&#J g ±^-g-aA^t>fg,^^Jt • 

& & > & $$. ^ & w *~ % & w • * a t * & - * * 

• e.^-^hJKE«t322 * - ft 3 2 4 - - 
0 ^ 3 2 6 - - ii f 328 > JaA-#B$jttt330 - ffl W t 
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3.>®WtHW (8) 

<& m m. *h f& 3£322 & ® £ J£ l£326 • -jfeffij t . - f:^^^ 
a - HI M Hfe ' ftja^4£^HI*ii#c*4Lji&©352s£T 

£©354 • £. * # IB t ' @^i*fte,^fi&4-^^^i|t 
&l3 0 2 • T^fi t##I&306 » 0 ifc -fc H 

ffi4L4W*-tKl/8tt*t-S-4L$|j« • # ^ » * # it ^ nt 4 -J 
W4Lg&£;F&- • #J *» tfl » j» -ft ft # ^ 4& &l 3 0 6 ge, 

saMt^-L^s^T^©^^ » m m u *t * ^ $ a ae, 

-£.4£ft#&4£fcL306 t ' 4$ & & 3*1 a a B >{ 3 3 2 ' flj a A *J ^ 
ft. it & H % % it ft 0 iiAA B 9 B n36|«^ij * ^Al 
-g-iUfcib-^-g-'fSft- * & « a B a Ji 3 3 4 ffl a M %. M& it ft 

H* + -fS*«t«.4ft4L|»i3a • it if ^ & a B a # 3 3 8 ffl JX 3& % % 

" 

^ife308 t ' * fe3 0 8 T « £. - # £p m % s& & 
(flexible printed circuit, FPC ) # ° 

& * & W + ' 4 m A • #J fli £ Ja £ « fc. 
(multi-chip module, MCM) > ik^-^-JaJi I .^(system on 
a chip, SOC) & m ' "*T a m it ft # 4* « 0 6 t ' ^ *t 
* Is] ^ « m, ' ^^15J^^^f^#^B B a>H332 ^334 > 3 3 6 & 
3 3 8 # • 4r £p ^ ^ £ ^ fe3 0 8 _h ^ ^P- a s a # t • *» *t * "*r « 

«StS 44 • S itb ' i fe3 0 8 i£ A - Jfc £p #j € a& 4S. # ■ H 
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i - (9) 

* m X m it ' ^ ^ #• t ' #'J ffl £ & # « M(MCM) • ^ 
^ * a a B £ ^ .^(SOC) ^ ' T« A*** »J 4£ 

« « & & -ft # ^ m & % ' w he & 4l - ' 

# $i - £ ^ ^ ^- & iB'j n « lit ^ f a fp * £ « * & 

' t^r#*^^n*in*jis*^ *t # w ^ ' n $r 

• iH-j^^^f-majsiia # - 
m m % *n e, a - & * & i. » & * it # « 

KBit^t^ • ^^^fiiba#* ' * j& m * # ^ # 

# ^ j& ® ft ' # # #• it- ^ n t& & >T4 # ' a itb # m ^ & 

ti ft SI t * & Wt ^ t tf 4 #»J ft SI at £ # ^ ° 
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• ffl a - fMf- » 

- * -I- & «t > fli -g- ; a A 

- it t # ^ ^ & ' ffla^^^^^^t^^-^- . m. m 

2 . *o t * *>j i& n 9 1 m m m. ^ & & & ^ -t- & *i n • 

^ t t if t # t M > H & # : 

- £M£t *J a B a >K ' A3 a $ »| t£ ^ 4£ .& ft A i& % it 

M ~a~ 1t ' 

- # -8- & a & >} ■ m u n tz M ^ i$ %L m. Ol tk ^ A 

- it it « 9£ a s a £ • 

■*t«**A»fii{ ' ^#-5.iiir| J ^(coiiipleientary 
metal oxide semiconductor, CMOS) $Mfc & j&J 4& » a 
1 - f # ^ ^ f Kcharged couple device ,CCD)£t^ 

o 

&*M&-miz%L&&m£LZ---3r%:> ti - $> & z m $3. 

(multi-chip module, M C M ) ^ » a ^ — B a a # & & 
(system on a chip, S0C).^t*^. + 4l — • 

5 . ^ttt*^fcffljM«m*fe^4fc^3$,#-fr**S' 
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* t tt ^ * « * ' e.#-»<jt«*i*-*-fi-^ft - 

*t«**««ML«*L» ^^-f S^#i^(condenser 
microphone) ° 

- f ^ ^ i f il'J i - eL ^ : 

- * ^ * *c « ' ffl a & tt. - ^ ^ ; 

- * -fr & «Bt « *& > m a & »& - * -8- ; a A 

- If % # & m & . m & & & i£ & & M i& & & ♦ 

- ^ -I- ^ ^ ' ffl««-«^-a-#*iKt-^^A3a • 

- # flL * 8j & £ ' A « A^^^^lHtbtt^i- ft 

IS; J 

- "I- ^ A a s a >} ' ffl « ^ i»J >i A H f i I ^ iU ^ 
^ "a" it > 
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